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1. はじめに

　近年の自動車では，「低環境負荷」「安全」「利便性」の観
点でさまざまな取組みが進められている。「低環境負荷」で
は排ガス規制に対応する排気ガスのクリーン化や燃費向上
のための電動化および軽量化，「安全」では予防安全や自動
運転，「利便性」では HMI（ヒューマン マシーン インター
フェイス）やインターネットを利用したサービスなど，さ
まざまな技術革新が進んでいる。これらの実現のために，
既に多くの機能が電子制御化され，カーエレクトロニクス
分野での電子部品の重要性は益々大きくなっている。
　自動車の電子化により多くの ECU（電子制御装置）が搭
載されるようになり，スペース確保や軽量化のため，ECU
は小型軽量化や機能統合による員数削減が進められてい
る。電動化により多くの部分でモータが使用され，モータ
の駆動装置では SiC（シリコンカーバイド）などのパワー
半導体の採用や機電一体化が進んでいる。“ぶつからない
車”や“自動運転車”の実現にはさまざまなセンサーが使
用され，精度良くセンシングをして短時間に自動車を制御
する技術が開発されている。
　本稿では，このようなカーエレクトロニクス分野の動向
の中で，① ECUの小型軽量化における受動部品への小型化
要求，②パワーコントロールユニット (PCU)などの高温環
境下で使用する受動部品の実装に対する要求，③高精度に
センシングをするための回路に使用する抵抗器への要求，

について課題と取組みを詳述する。

2. 小型化の要求

2.1	 EUC からの小型化要求

　各種 ECUの小型化のため，回路の集積化や使用する電子
部品の小型品の採用が進められている。受動部品の小型化
は，自動車以外の小型携帯機器などからの要求から進んで
きており，図 1に固定抵抗器のサイズ変遷，表 1に自動車
の ECUにおけるチップ部品の要求動向を示す 1)。チップ抵
抗器やチップコンデンサは，2000年前後に 1.0 × 0.5 mmサ
イズが本格的に採用されてきたが，自動車は 2.0 × 1.25 mm
サイズが主流で 1.6 × 0.8 mmサイズの採用が始まったばか
りであり，AV機器や情報通信機器に比べ小形化は遅れて
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図 1.　固定抵抗器のサイズ変遷

表 1.　自動車の EUCにおけるチップ部品要求動向
項　　目 2014年 2018年 2024年

チップコンデンサ
チップ抵抗器

最大サイズ W × D (mm) 3.2 × 4.5 3.2 × 4.5 3.2 × 4.5
最小サイズ W × D (mm) 1.0 × 0.5 1.0 × 0.5 0.6 × 0.3～1.0 × 0.5

チップインダクタ
最大サイズ W × D (mm) 12 × 12　巻線 12 × 12　巻線 12 × 12　巻線

最小サイズ W × D (mm)
2.5 × 2.5 / 1.0 × 0.5
巻線　積層

2.5 × 2.5 / 1.0 × 0.5
巻線　積層

2.5 × 2.5 /1.0 × 0.5
巻線    積層

フィルタ
バリスタ

最大サイズ W × D (mm) 4.5 × 3.2 4.5 × 3.2 4.5 × 3.2
最小サイズ W × D (mm) 2.0 × 1.25 2.0 × 1.25 1.6 × 0.8

チップ電解コンデンサ 
最大サイズ

タンタル W × D (mm) 7.3 × 4.3 7.3 × 4.3 6.0 × 3.2
アルミ Dφ × H (mm) 16 × 25 16 × 25 13 × 20

チップ部品に対する要求 高信頼性，高温環境・高耐圧対応，小型化
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